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HP ProBook 6570b Intel® Core™ i3 i3-3110M 39,6 cm (15.6") HD 4
GB DDR3-SDRAM 320 GB HDD Windows 8 Pro Tmaveé Seda

@ ProBook

Znacka : HP Product family: ProBook Kéd produktu: C5A68EA#ABB

Nazev produktu : 6570b

HP ProBook 6570b Notebook PC

HP ProBook 6570b. Forméat: Clamshell. Typ procesoru: Intel® Core™ i3, Model procesoru: i3-3110M, Takt
procesoru: 2,4 GHz. Uhlopfi¢ka displeje: 39,6 cm (15.6"), Typ HD rozliseni: HD, Rozliseni displeje: 1366 x
768 px. Vnitfni pamét: 4 GB, Typ vnitini paméti: DDR3-SDRAM. Celkové kapacita ulozisté: 320 GB,
Ukladaci médium: HDD, Typ optické jednotky: DVD Super Multi DL. Model grafického adaptéru na karté:
Intel® HD Graphics 4000. Poskytovany opera¢ni systém: Windows 8 Pro. Barva: Tmaveé Seda

Vzhled Klavesnice

Barva * Tmaveé Seda Polohovaci zafizeni Touchpad

Format * Clamshell Numerické klavesy * v

Zemé pivodu Cina Vodéodolna klavesnice v

Obrazovka Klavesnice plné velikosti v

Uhlopfi¢ka displeje * 39,6 cm (15.6") Software

Rozliseni displeje * 1366 x 768 px Architektura operacniho systému  64bitovy

Dotykova obrazovka * x Poskytovany operacni systém * Windows 8 Pro

Typ HD rozliseni HD

Pocet barev displeje 16,78 milidnl barev B Nk ocesore

LED podsvicen v {/r\}?gligﬁ) Wireless Display (Intel® v

Nativni pomeér stran 16:9 Technologie Intel® My WiFi (Intel® v

Povrch displeje Matny MWT)

Procesor Technologie Intel® Anti-Theft v

(Intel® AT)

Vyrobce procesoru * Intel Technologie Intel® Identity v

Typ procesoru * Intel® Core™ i3 Protection (Intel® IPT)

Generace procesoru 3. generace procesor(i Intel® Technologie Intel® Hyper Threading ,
Core™ i3 (Intel® HT Technology)

Model procesoru * i3-3110M Technologie Intel® Turbo Boost X

Pocet jader procesoru 2 Technologie Intel Enhanced Intel v

Pocet vldken procesoru 4 SpeedStep

Takt procesoru * 2,4 GHz Technologie Intel® Clear Video HD v

Systémova shérnice 5 GT/s (Intel® CVT HD)

Vyrovnéavaci pamét procesoru 3 MB Technologie Intel® Clear Video X

Typ paméti cache procesoru Smart Cache Technologie Intel® InTru™ 3D v

Patice procesoru BGA 1023 Intel® Insider™ v

Litografie procesoru 22 nm Technologie Intel® Quick Sync

Provozni rezimy procesoru 64bitovy Video d

Série procesoru Intel Core i3-3100 Mobile Series Technologie Intel® Flex Memory v

Kédovy nazev procesoru lvy Bridge Access

Typ sbérnice DMI Intel® Smart Cache v
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Procesor

FSB parita

Stepping

Thermal Design Power (TDP)
Tjunction

Maximalni pocet linek PCI Express
Verze PCl Express slotl
Konfigurace PCI Express

Pocet podporovanych procesord
Maximalni pocet SMP procesorl

CPU miltiplexor (pomér
sbérnice/jadro)

Technologie ECC podporovana
procesorem

Pamét

Vnitini pamét *

Typ vnitfni paméti
Frekvence paméti
Rozvrzeni paméti
Pamétové sloty

Dostupné sloty paméti
Maximalni vnitfni pamét *
Ulozna média

Celkova kapacita Ulozisté *
Ukladaci médium *

Pocet nainstalovanych pevnych
diskd

Kapacita pevného disku
Rozhrani pevného disku
Rychlost otdcek pevného disku
Velikost pevného disku

Typ optické jednotky *
Integrovand Ctecka karet
Kompatibilni pamétové karty
Grafika

Integrovany graficky adaptér *

Produktova fada integrovaného
grafického adaptéru

Model grafického adaptéru na karté
*

Z&kladni graficka frekvence

Maximalni dynamicka graficka
frekvence

ID integrovaného grafického
adaptéru

Zvuk

Zvukovy systém

Vestavéné reproduktory

Pocet zabudovanych reproduktord
Zabudovany mikrofon

Opticka mechanika

Rozhrani optické mechaniky
Pocitacova sit

Wi-Fi

Standardy Wi-Fi

Pripojeni na sit Ethernet
Prenosova rychlost sité Ethernet
Bluetooth

Verze Bluetooth

X

L1

35 W

90 °C

16

2.0

1x16, 2x8, 1x8+2x4
1

1

24

X

4 GB
DDR3-SDRAM
1600 MHz
1x4GB

2x SO-DIMM
1

16 GB

320 GB
HDD

1

320 GB

SATAI

7200 ot/min

2.5"

DVD Super Multi DL
v

MMC, SD

v

Intel® HD Graphics

Intel® HD Graphics 4000
650 MHz
1000 MHz

0x166

SRS Premium Sound
v
2
v

SATA

v

802.11a, 802.11b, 802.11g
v

10,100,1000 Mbit/s

v

4.0

Specialni funkce procesoru

Intel® AES New Instructions (Intel®
AES-NI)

Technologie Intel® Trusted
Execution

Intel® Enhanced Halt State

Technologie Intel® VT-x s
technologii Extended Page Tables
(EPT)

Intel® Demand Based Switching

Technologie Intel® Clear Video pro
MID (Intel® CVT for MID)

Intel® 64

Execute Disable Bit
Necinné stavy
Technologie termalniho
monitorovani

Velikost baleni procesoru

Podpora instrukénich sad
Cislo procesoru

CPU konfigurace (max)
Dostupné moznosti zaclenéni
Litografie Graphics & IMC

Virtualiza¢ni technologie Intel® VT-
d

Verze technologie Intel® Identity
Protection

Technologie Intel® Virtualization
(VT-x)

Technologie Intel® Dual Display
Capable

Technologie Intel® FDI
Technologie Intel® Rapid Storage

Technologie Intel® Fast Memory
Access

ARK ID procesoru
Bezkonfliktni procesor

Integrovana technologie 4G WiMAX

Baterie

Typ baterie

Pocet ¢lankd baterie
Kapacita baterie *

Vydrz baterie (max.)
Prikon

Vykon adaptéru

Vstupni frekvence adaptéru
Vstupni napéti adaptéru
Automatické detekce napéti

Napajeci konektor
Bezpecnost

Slot pro zéamek

Ochrana heslem

Provozni podminky

Provozni rozsah teplot (T-T)
Rozsah teplot pfi skladovani (T-T)

Doporucend provozni relativni
vlhkost

Rozsah relativni vlhkosti pfi
skladovani (H-H)

X

AN

X

v

37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24
(BGA1023)

AVX

SRON2

1

X

22 nm

1,00

X

65700

Lithium-ion (Li-ion)
6

55 Wh

7h

65 W

50 - 60 Hz
100 - 240V
v

v

5-35°C
-24-45°C

10 - 85%

10 - 90%
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Pocitacova sit

Technologie kabeldze
Moznosti pripojeni
Pocet port USB 2.0 *

Pocet port USB 3.2 (3.1 1.
generace) Typ A *

Pocet portll eSATA/USB 2.0
Pocet portll Ethernetu (RJ-45)
Pocet pripojeni DisplayPorts
DVI port

Pocet VGA port(i

Pocet portl IEEE 1394/Firewire
Vystupy pro sluchatka
Vystupni port S/PDIF

Konektor pro mikrofon (line-in)
Slot ExpressCard

Typ slotu CardBus PCMCIA
SmartCard slot

Pripojeni sluchatek

Pripojeni mikrofonu

Vykon

Cipset zakladni desky

10/100/1000Base-T(X)

X N N X PP R xR

X
3,5mm
3,5mm

Intel® HM76 Express

Osvédceni

Certifikaty shody
Udrzitelnost

Osvédceni o udrzitelnosti

Hmotnost a rozméry
Sitka

Hloubka

Vyska

Hmotnost *

Obsah baleni

AC adaptér *
Dodéavané kabely
Ndévod na pouziti
Stru¢ny navod

Zarucni list

Dalsi charakteristiky
Infracerveny port
Rodina grafické karty
3D kompatibilita

Maximalni interni pamét (64 bit()

RoHS

EPEAT Silver, ENERGY STAR

374 mm
251 mm
34 mm
2,51 kg

AC

X
Intel
X

16 GB

Technologie Intel segment tagging  Enterprise
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



